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１．概要（Summary） 

切削加工は世の中のほとんどの製品の製造のために

使われる汎用的な加工プロセスである。切削は、加工能

率・加工精度・加工粗さなどにより評価される。そのため、

これらの向上のために多くの研究が行われている。 

切削加工の中でも超精密加工の分野では、金型の精

密仕上げなどに楕円振動切削が用いられている。楕円振

動切削とは工具の刃先に切削方向と切り込み方向の

２方向に同時に振動を与えて加工を行う方法である。

本加工法を利用する事で、従来加工法では達成できな

かった鋼の磨きレス鏡面加工が実現できる。本課題で

は、楕円振動切削によるケイ素含有合金（以降、Si

合金）の被削性を評価した。本報告では走査形電子顕

微鏡で撮影した仕上げ面の観察について述べる。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 高精度電子線描画装置一式（日本

電子(株)製 SPG-724） 

【実験方法】 

単結晶ダイヤモンド工具を用いて、Si合金の加工を行

った。本課題では、楕円振動切削の優位性を示すために、

通常切削（振動無し）との比較も同時に行う。切削速度は

200 mm/minに設定し、複数の切削幅および切取り厚さ

を同時に試すために、工具送り方向と共に切込み深さを

変化させる溝切削を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は通常切削により得られた仕上げ面の SEM画

像、Fig. 2は楕円振動切削により得られた仕上げ面の

SEM画像をそれぞれ示している。通常切削の場合は仕

上げ面上に大きな脆性破壊の跡が見られるが、楕円振動

切削の場合はその大きさと量が激減していることが確認で

きる。したがって、楕円振動切削によりSi合金の精密な加

工が行えることを示唆している。 

 
 

Fig. 1. Microphotograph of cut surface by ordinary cutting. 

 

 
 

Fig. 2. Microphotograph of cut surface by elliptical 

vibration cutting. 
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